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半导体设备行业跟踪 

Semicon China 展会新产品层出，国产集成电

路工艺设备正在发力 
 

[Table_Summary] 
一年一度为期三天的 Semicon China 落下帷幕，国内外半导体设备与材料
供应商纷纷展示出新老重拳产品，从厂家反馈的信息来看，2018 年国产设
备供应商收入均有 30%以上高增长，且 2019 年仍将保持高增长趋势；展会
上国产设备新产品明显增加，表明随着近年政策、人才、资金共同推动下，
国产设备供应商经历 10 多年技术积累后正在加速发展。集成电路工艺设备
国产化进程加快，我们继续强烈推荐半导体设备板块，重点推荐北方华创、
精测电子、晶盛机电，推荐关注盛美半导体、长川科技。 

 主流设备供应商新产品与日俱增，工艺设备技术产业化加快。北方华创
推出 ALD、ALE、Cu bs PVD，晶盛机电推出新产品抛光机，长川科技推出
探针台、晶圆表面缺陷检测设备，精测电子也有膜厚及 OCD 检测设备展
出，盛美半导体推出多阳极局部电镀铜设备、先进封装抛铜设备、Tahoe
高温硫酸清洗设备等三款最新产品，光力科技推出 GDS6230 双轴半自动
切割机，无锡微导展出 Dragon 3000 原子层沉积团簇系统、半导体全自动
晶圆蚀刻设备、半导体精密打标设备割机，表明随着资金、政策、人才
的推动下，国内集成电路工艺设备技术产业化正在加快。 

 国产设备销售规模普遍增长 30%以上，且 2019 年仍将持续高增长。以盛
美半导体为例，2018年公司出货量 9500万美金，同比增长 137.5%，全年实现
收入 7464 万美元，同比增长 104%，出货量与收入均翻倍增长，且公司预计
2019 年收入将达到 1 亿美元，增长 30%左右。同样，北方华创电子工艺装备
（集成电路设备占比 1/3左右）收入 25亿元增长 75%，我们预计 2019年仍将
快速增长。此外，我们预计包括沈阳芯源、晶盛机电、中科信、中微、上海
微在内的厂商 2018年集成电路设备经营规模都有较大增长。 

 国产化率不超过 5%，未来 5-10 年国内半导体设备将加快进口替代。综合
国内主流半导体设备的收入规模及收入结构的判断，我们认为国产半导
体设备总销售额仅为 30-35 亿元，相当于中国大陆市场规模 122亿美元的
4%-5%，剩余市场份额均为 ASML、应用材料、Lam Research、KLA、TEL、
Teradyne、Advantest、Disco 等日、美、荷兰企业垄断。但我们认为新老牌
国内半导体设备供应商，基于长达 10多年技术积淀，加上国内政策环境、
社会资金支持、人才大力度引进，有望快速增强自身实力，在晶圆厂第
一轮扩产高峰时期加快进口替代。 

 国内主流晶圆制造厂商 2019 年将继续扩产，国内设备需求旺盛。2019年
及以后长江存储、上海华力、华虹无锡、合肥长鑫等主流厂商陆续进入
年均 10-20K/月的扩产进度，加上积塔半导体、士兰微厦门项目等新厂房
在建，国内半导体设备市场规模预计将维持 100 亿美元以上并保持稳定增
长，为国产工艺设备厂商提供宝贵的进口替代的时间窗口和市场机遇。
Semi预测中国大陆 2018年半导体设备采购额达 122亿美元同比增长 84%， 2019
年为 120亿美元与 2018年基本持平。 

 期待全球半导体行业资本开支 2019 年下半年触底回升。最近季度财报显
示，ASML、应用材料、Lam Research、KLA、TEL、Advantest、Teradyne等半导体
设备龙头都对 2019年下半年半导体设备行业复苏持乐观态度，主要依据是存
储库存与投资周期、7/5nm投资进度、中国大陆市场需求确定等。Semi预计 2019
年全球半导体设备市场规模下滑 8%但看好 2H2019至 2020年的复苏。 

 重点推荐：从 Semicon China展会可以看出，国产半导体设备正在发力新产品，
积淀了 10多年的技术集中走向产业化。相比 ASML、应用材料、Lam Research
等 100亿美元的收入体量和 200多亿美元以上的市值规模，国产工艺设备主流
厂商仍有巨大发展前景，强烈推荐北方华创、精测电子、晶盛机电，建议
关注盛美半导体、长川科技。 

 风险因素：中国大陆存储厂商投产延缓全球存储芯片周期复苏；中美贸易战
继续影响全球经济健康发展。 
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图表 1. 报告中提及上市公司估值表 

公司代码 公司简称 评级 股价 市值 每股收益(元/股) 市盈率(x) 
最新每股净

资产 

   (元) (亿元) 2017A 2018E 2017A 2018E (元/股) 

002371.SZ 北方华创 买入 71.36  327  0.27  0.51  260  139  7.56  

300567.SZ 精测电子 买入 72.95  119  1.02  1.76  72  41 6.16  

300316.SZ 晶盛机电 买入 15.46  199  0.30  0.49  51  32  3.05  

300604.SZ 长川科技 未有评级 39.05  58  0.34  0.48  116  82  3.08  

603690.SH 至纯科技 未有评级 22.55  48  0.23  0.37  97  61  2.05  

600641.SH 万业企业 未有评级 13.05  105  2.11  1.24  6  11  7.91  

ACMR.O 盛美半导体* 未有评级 14.48  2.33  (0.02)  0.41  (732)  35  3.09  

资料来源：万得，中银国际证券 

注：股价截止日 3月 22 日，未有评级公司盈利预测来自万得一致预期    盛美半导体*的指标单位为美元 

 

图表 2. 全球半导体行业季度业绩及预告统计 

 
(亿美元) 代码 最新一季业绩公告 下一季度业绩预告 

   
财报季 收入 同比(%) 利润 同比(%) 财报季 收入 同比(%) 利润 同比(%) 

晶圆 

制造             

 
三星 005930 KS 4Q2018 525.5 (10) 73.9 (23) 1Q2019 482.7 (15) 59.0 (38) 

 
台积电 2330 TW 4Q2018 85.4 (9) 29.5 (12) 1Q2019 73~74 (22) 22.7 (25) 

 
Intel INTC US 4Q2018 186.6 9  52.0 同期亏损 1Q2019 160.0 0  40.0 (9) 

 
德州仪器 TXN US 4Q2018 37.2 (1) 12.8 14 1Q2019 33.4-36.2 (8) 11.7 (9) 

 
海力士 000660 KS 4Q2018 88.0 8  30.0 3 1Q2019 64.5 (21) 15.5 (47) 

 
美光 MU US 1Q2019 79.1 16  34.0 17 2Q2019 59.5 (19) 20.0 (42) 

 
UMC 2303 TW 4Q2018 11.5 (3) (0.6) (5) 1Q2019 10.9 (15) -0.2 (123) 

 
SMIC 0981 HK 4Q2018 7.9 0  0.1 同期亏损 1Q2019 7.6 (9) -0.2 

 

 
赛灵思 XLNX US 3Q2019 8.0 34  2.4 37 4Q2019 8.2 22  2.6 37  

设备 
            

 
ASML ASML NA 4Q2018 35.9 23  9.1 19 1Q2019 25.6 (9) 3.1 (53) 

 
应用材料 AMAT US 1Q2019 37.5 (11) 7.7 367 2Q2019 33.3-36.3 (21-27) 5.9-6.6 (41-48) 

 
Lam LRCX US 2Q2019 25.2 (2) 6.0 (20) 3Q2019 24.0 (17) 5.4 (34) 

 
KLA KLAC US 2Q2019 11.2 15  3.7 20 3Q2019 9.4 (8) 2.5 (23) 

 
TEL 8035 JP 3Q2019 23.8 4  4.3 20 4Q2019 27.5 (17) 4.7 (32) 

 
爱德万 6857 JP 3Q2019 6.6 47  1.5 580 4Q2019 5.5 (12) 0.6 (42) 

 
泰瑞达 TER US 4Q2018 5.2 8  1.0 19 1Q2019 4.6-4.9 (2) 0.8 (4) 

资料来源：Bloomberg，公司公告，中银国际证券      
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图表 3. 全球半导体重要上市公司利润预期及资本开支计划 

 
(亿美元) 

 
净利润 资本开支 

   2017 2018 2019E 2017 2018 2019E 

IDM/代工厂/存储 三星 005930 KS 321 399 271 250 211 205 

 
台积电 2330 TW 112 117 110 109 105 105 

 
Intel INTC US 105 204 207 93 100 110 

 
德州仪器 TXN US 44 56 53 7 11 10 

 
海力士 000660 KS 94 141 69 85 154 125 

 
美光 MU US 54 142 87 53 92 90 

 
UMC 2303 TW 20 19 17 14.5 6.5 9.8 

 
SMIC 0981 HK 1.5 1.5 0.5 23 18 20 

 
赛灵思 XLNX US 6 5 14 0.7 0.5 0.8 

设备 ASML ASML NA 23 32 29    

 应用材料 AMAT US 35 46 32    

 Lam LRCX US 17 30 23    

 KLA KLAC US 9 13 13    

 TEL 8035 JP 11 19 21    

 爱德万 6857 JP 1.3 1.6 4.5    

 泰瑞达 TER US 4 4 4    

资料来源：Bloomberg，公司公告，中银国际证券    

 

图表 4. 全球半导体上市公司对行业判断 

公司 行业观点 

积电 
预期 7nm需求 2019H2 将全面复苏,需求来自苹果 7nm+ A13,华为海思的麒麟 990，高通骁龙 855/8150芯片，超威的 7 纳米

x86CPU/GPU，赛灵思的 Everest FPGA 都将在下半年集中推出。AI、5G 应用也是两大驱动力。 

Intel 云计算和通讯服务，以及 5G 带来的计算服务强劲增长 

海力士 看好下半年复苏：库存回归正常水平 

赛灵思 韩国正在部署 5G  网络，且中国和北美也已经启动了部署 5G  网络的早期工作 

ASML 
ASML将在 2019年实现业绩的持续成长，且下半年业绩表现将优于上半年：（1）逻辑芯片将是 2019 年主要的成长动能，

客户将持续投资先进制程转换和扩产；（2）中国市场对于光刻设备需求的稳步提升。 

应用材料 2019年下半年好于上半年，主要是考虑存储库存周期 

Lam 
高管认为：2019年存储厂商缩减资本开支会导致 2H2019的 DRAM/NAND供给增速低于需求增速（DRAM供给增速 15%<需

求增速 18%-20%；NAND供给增长 30%+<需求增长 35%+），类似于 2016年 

KLA 7nm投资并未推迟，5nm 投资 2020年将更积极 

TEL 预计 2019年下半年半导体设备行业复苏 

爱德万 
预计 2019年下半年半导体设备行业景气度恢复：（1）96层 NAND投资；（2）存储芯片供需进入平衡；（3）技术节点上的

投资，如 DRAM 1X/1Ynm、96层 NAND、7/5nm或 10/7nm逻辑代工 

资料来源：公司公告，上市公司电话会议，中银国际证券    

 

图表 5. 2018-2019 年全球半导体设备市场规模的最新预测 

  2017 同比(%) 2018 同比(%) 2019 同比(%) 

北美 54 19.70 48 (10.50) 50 3.00 

中国大陆 66 2.50 122 84.30 120 (2.00) 

欧洲 40 83.00 45 11.80 43 (5.60) 

日本 64 38.40 87 36.30 86 (1.00) 

韩国 198 157.30 185 (6.50) 121 (34.70) 

东南亚 19 0.00 26 37.60 24 (4.60) 

中国台湾 111 (8.90) 92 (17.30) 114 24.20 

全球合计 552 33.90 605 9.60 558 (7.80) 

资料来源：SEMI，中银国际证券    
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图表 6. 全球半导体设备竞争格局 

 

资料来源：Gartner，公司公告，中银国际证券 

 

图表 7. 半导体设备的国际品牌与国产品牌对比 

 
占比 外资品牌（市占率） 国产品牌 

刻蚀设备 20% LAM（47%）、TEL（21%）、AMAT（20%） 中微、北方微 

薄膜设备 20% AMAT（40%）、LAM（15%）、TEL（15%） 北方微、沈阳拓荆 

光刻设备 18% ASML（82%）、Nikon（12%）、Canon（6%） 上海微 

离子注入 5% AMAT（60%）、Axcelis（10%）、日立（7%） 中科信、凯世通 

制程控制 15% KT（50%）、AMAT、ASML、日立 上海睿励 

测试设备 10% 泰瑞达（45%）、爱德万（40%） 长川科技、精测电子等 

清洗设备 5% Screen（54%）、TEL（23%）、KT（10%） 盛美、Akrion 

CMP 5% AMAT（70%）、Ebara（25%） 天通、华海清科 

资料来源：SEMI，公司公告，中银国际证券    

 

图表 8. 全球半导体设备企业市值与收入规模对比 

股票代码（Wind） 公司名称 市值（亿元，2019-3-8） 收入（亿元，2018） PS 

AMAT.O 应用材料 378  173  2.2  

ASML.O 阿斯麦 791  125  6.3  

LRCX.O LAM 274  109  2.5  

8035.T TEL 283  122  2.3  

KLAC.O KLA 182  42  4.3  

TER.O Teradyne 69  21  3.3  

002371.SZ 北方华创 327  33  9.8  

300567.SZ 精测电子 119  14  8.6  

300316.SZ 晶盛机电 199  25  7.8  

300604.SZ 长川科技 58  2.2  27.0  

603690.SH 至纯科技 48  6  8.5  

600641.SH 万业企业 105  26  4.0  

ACMR.O 盛美半导体 2.33  0.75  3.1  

资料来源：SEMI，中银国际证券         

注： A股货币单位为 RMB，美股货币单位为美元       

 

 

 



 

2019年 3月 25日 半导体设备行业跟踪 5 

图表 9. 国内外半导体设备厂商市值规模对比（单位：亿美元） 

 

资料来源：万得，中银国际证券      

 

图表 10. 国内外半导体设备厂商收入规模对比（单位：亿美元） 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券      
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图表 11. Semicon China 展会新产品统计 

公司 产品类别 2019 年主打产品 备注 

DISCO 晶圆加工设备 等离子体切割设备  

北方华创 沉积、刻蚀、清洗、

氧化扩散等 

ALD、ALE、铜互连 PVD  

华海清科 CMP Universal-300Plus、Universal-300Dual Si 抛光到 Oxide，到 STI，

到现在的 Cu CMP。2015

年进入中芯国际，2018 年

进入上海华力 

Advantest ATE V93000人工智能(AI)测试解决方案 2018年推出 T2000 AiR系

统、EVA100量测系统 

Teradyne ATE 针对 5G, 汽车电子和人工智能领域的芯

片测试的组合解决方案 

 

屹唐（Mattson） 去胶设备 HydrilisTM（真空传送平台）和 NovykaTM

（高性能表面处理设备） 

 

盛美半导体 单片清洗设备 多阳极局部电镀铜设备，先进封装抛铜

设备，以及 Tahoe高温硫酸清洗设备等

三款最新产品 

 

北京华峰测控 ATE STS8300，可实现 ALL-in-ONE，针对更多

管脚、更多工位的模拟、电源管理及混

合信号 IC测试 

成立于 1993年 

宏实自动化 ATE 封装自动化、测试机解决方案、传感器

测试机械手、紫外线硅片记忆抹除机、

湿制程浓度分析仪 

成立于 2014年，集成电路

制程设备项目、自动化系

统集成项目、智能工厂系

统集成项目 

晶盛机电 硅片加工、长晶炉 抛光机  

京创先进 半导体划片设备 AR9000全自动设备和 AC8000改进型清

洗机 

2018年推出 AR3000、

AR7000、AR8000 

中科信 离子注入机 重点展示离子注入机 2018年推出新一代的 CI 

P900HP 中束流离子注入

机 

上海精测 工艺流程控制 首次展出膜厚设备等  

光力科技 晶圆加工设备 GDS6230双轴半自动切割机 不久将会推向市场 

上海微电子 光刻设备、曝光机 应用于 IC前道制造的 600系列光刻机、

应用于 IC后道先进封装的 500系列投影

光刻机、应用于 LED/MEMS/ Power 

Devices 制造的 300系列投影光刻机、应

用于 FPD面板制造的 200系列投影光刻

机、SOI 晶圆缺陷自动检测设备 

2002年成立。2018年展出

新一代超高产率、高精度

LED步进投影光刻机——

SSB380/10A光刻机；应用

于 IC前道制造的 600系列

光刻机、应用于 IC后道先

进封装的 500系列光刻机 

长川科技 ATE 探针台、晶圆表面缺陷检测设备  

中微 刻蚀设备 7nm刻蚀设备 Prismo A7  

无锡微导 沉积、刻蚀 原子层沉积团簇系统 Dragon 3000、半导

体全自动晶圆蚀刻设备、半导体精密打

标设备 

 

资料来源：Semicon China 2019，中银国际证券      
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披露声明 

 

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客

观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何

财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报

告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，

以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。 

 

评级体系说明 

 

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准： 

公司投资评级： 

买        入：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 20%以上； 

增        持：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 10%-20%； 

中        性：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间； 

减        持：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

行业投资评级： 

强于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现强于基准指数； 

中        性：预计该行业指数在未来 6个月内表现基本与基准指数持平； 

弱于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现弱于基准指数。 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数
或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500指数。 

  



 

 

风险提示及免责声明 

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报

告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际

证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券

股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾

问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客

户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告

的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意

见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及

损失等。 

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接

或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或

部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公

司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、

服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银

国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。 

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任

何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证

券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券

股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内

容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客

户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投

资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关

投资顾问的意见。 

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师

从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何

成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准

确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不

对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信

息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应

单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时

的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致

及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，

本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团

本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。

提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目

的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下

须承担浏览这些网站的风险。 

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须

提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用

于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何

明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告

所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入

可能出现上升或下跌。 

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得

有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务

可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告

涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。 

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。 
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